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Chemische Beschichtung
Maskenlose chemische Abscheidung von Metall auf Wafern als intermetallische Verbindung oder zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit.
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Elektrische Beschichtung
Elektrische Beschichtung (Galvanik) ist ein Verfahren, bei dem ein Gegenstand auf einem Substrat mit einer Schicht aus Metall überzogen wird.
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Kupfersäulen
Galvanisierter Cu-Pfeiler mit optionaler Ni-Diffusionsbarriere und SnAg-Kappe für kostengünstige Flip-Chip-Verbindungen mit kleinem Pitch.
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Redistribution Layer (RDL)
Umverlegung von Pads auf einem Chip mit Metall- und Dielektrikumsschichten an andere Stellen, um die folgenden Packaging-Regeln zu erfüllen.
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Solder Balling
Verschiedene Lötverfahren zur Herstellung von Lötbumps für das Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging und Flip-Chip-Verbindungen.
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Lasergestütztes Bonding
Das lasergestützte Bonden ist ein Verbindungsverfahren, bei dem zwei Materialoberflächen mit Hilfe von Laserenergie verbunden werden.
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Montage von Komponenten auf Wafer-Ebene
Montage von Komponenten auf Wafer-Ebene, indem Chips oder andere passive Komponenten auf einer Wafer-Oberfläche angebracht werden.
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Wafer-Ausdünnung
Entfernung von Materialien auf der Waferrückseite durch hochwertiges mechanisches Polieren und chemischen Stressabbau.
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Wafer-Metallbeschichtung
Anwendung verschiedener Metallstapel durch Aufdampfen oder Sputtern auf der Waferrückseite zur Verbesserung der Chipleistung.


	[image: Wafer Dicing]

Wafer Dicing
Beim Wafer Dicing werden die Siliziumchips (Die) auf dem Wafer durch mechanisches Sägen voneinander getrennt.
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Ausbildungen in Deutschland



	Ausbildung zum Chemielaborant (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Ausbildung zum Mikrotechnologen (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d)

Zur Stellenanzeige
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Jobs in Deutschland



	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Prozessassistenten (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	CTA (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Technischer Assistent (m/w/d) für die Abteilung Innovation & Realisierung

Zur Stellenanzeige


	Entwicklungsingenieur mit dem Schwerpunkt physikalische Technik (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	IT – Systemadministrator (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Prozesstechniker im Bereich Service & Applikation (m/w/d)

Zur Stellenanzeige


	Mikrotechnologe (m/w/d)

Zur Stellenanzeige
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Jobs in Malaysia



	NPI Assistant – New Product Introduction (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Production Operator (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Process Engineer (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Design Engineer (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Quality System Engineer (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Preventive Maintenance Engineer (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Customer Service Executive (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	IT Application Developer (m/f/d)

Zur Stellenanzeige


	Quality Assistant (m/f/d)

Zur Stellenanzeige
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Manage Cookie Consent










To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.






Functional



Functional

Immer aktiv							






The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.






Preferences


Preferences







The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.






Statistics


Statistics







The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.






Marketing


Marketing







The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.








Optionen verwalten
Dienste verwalten
Verwalten von {vendor_count}-Lieferanten
Lese mehr über diese Zwecke





Accept
Deny
View preferences
Save preferences
View preferences



{title}
{title}
{title}






Manage consent
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